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2024年 2月 29日 

各  位 

東京都中央区築地一丁目 1 2 番 2 2 号 
菱 洋 エ レ ク ト ロ 株 式 会 社 
代 表 取 締 役 

社 長 執 行 役 員  
中 村 守 孝 

（コード番号 8068 東京市場 プライム） 
（問合せ先）  
執 行 役 員  管 理本部 長 高 橋 正 行 

（ 電 話 番 号 ：  0 3 - 3 5 4 3 - 7 7 1 1 ） 

 

組織改編及び人事異動のお知らせ 

 

今般、下記のとおり組織改編及び人事異動を行いますのでお知らせ致します。 

 

記 

[組織改編]〈2024年 3月 1日 付〉 

 

・営業統括本部を新設する。 

・管理本部 収計部を経理部に統合する。 

・技術戦略本部を技術本部に改称し、応用開発部、技術企画部、情報システム部を置く。 

・半導体・デバイス事業本部をデバイス事業本部に改称し、デバイス第一～第七ビジネスユニット、 

 デバイス技術部、デバイス企画・推進部、オペレーション部、海外部を置く。 

 

 

[人事異動]〈2023年 3月 1日 付〉 

氏  名 新役職名 現役職名 

三輪
み わ

 功
いさお

 技術本部 応用開発部長 技術戦略本部 応用開発第一部長 

音川
おとかわ

 健
けん

治
じ

 技術本部 技術企画部長 
ソリューション事業本部 

ソリューション第七ビジネスユニット長 

合田
ご う だ

 毅
つよし

 技術本部 情報システム部長 技術戦略本部 情報システム部長 

塩澤
しおざわ

 康
やす

明
あき

 
デバイス事業本部 

デバイス第一ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第一ビジネスユニット長 

落合
おちあい

 秀
しゅう

治
じ

 
デバイス事業本部 

デバイス第二ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第二ビジネスユニット長 
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白井
し ら い

 俊之
としゆき

 
デバイス事業本部 

デバイス第三ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第三ビジネスユニット長 

高山
たかやま

 和秀
かずひで

 
デバイス事業本部 

デバイス第五ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第五ビジネスユニット長 

鈴木
す ず き

 圭
けい

 
デバイス事業本部 

デバイス第六ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第六ビジネスユニット長 

中村
なかむら

 周
あまね

 
デバイス事業本部 

デバイス第七ビジネスユニット長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス第七ビジネスユニット長 

小関
こ せ き

 尚彦
なおひこ

 
デバイス事業本部 

デバイス技術部長 

半導体・デバイス事業本部 

技術部長 

加藤
か と う

 言
げん

 

デバイス事業本部 

デバイス企画・推進部長 

兼 リョーヨーセミコン株式会社 

    代表取締役 社長 

半導体・デバイス事業本部 

半導体・デバイス企画・推進部長 

兼 リョーヨーセミコン株式会社 

    代表取締役 社長 

大澤
おおさわ

 一
かず

巌
よし

 
ソリューション事業本部 

ソリューション第七ビジネスユニット長 
 

 

 

以   上 


